广州南网科研技术有限责任公司2026年-2027年配电网电能质量监测装置产品研发物料采购项目技术附件
一、采购范围及要求
为进一步支撑南网技术公司电力谐波监测等产品的研发、制造及升级迭代工作，拟发起2026年-2027年配电网电能质量监测装置产品研发物料二次采购项目，补充采购一批生产材料、开发设备以及预计五轮的PCB制板。具体内容为：紫光同创官方通用开发板AXP100B 一套、AD7616同步采样模块一套、STM32H743开发板及配套7寸RGB屏和STM32下载器一套、LAUNCHXL-F28379D开发板一套、锡膏五支（183℃ 中温有铅锡膏100G 三支、138℃ 低温有铅锡膏100G 一支、227℃ 高温有铅锡膏100G一支）、有绳防静电手环两个、吸烟仪一台、可编程直流电源一台、LCR数字电桥一台、CP2100A交直流高频电流探头一支、16通道逻辑分析仪一个、FPGA紫光下载器一个、DSP硬件仿真下载器一个、GPS授时模块一个、0603贴片电阻电容电感本三本（0603电阻本、0603电容本、0603叠层电感本各一本）、黄金铝壳大功率解码放电限流电阻十三个（25W两个、50W两个、100W两个、200W三个、300W两个、500W两个）、BNC线缆及SMA线缆二十条（BNC公头转SMA公头1m四条、BNC公头转SMA母头1m四条、BNC母头转SMA公头1m四条、SMA公头转SMA公头SMA线四条、SMA公头转SMA母头SMA线四条）、BNC线缆及SMA线缆转接转换头二十个（BNC 50Ω终端负载四个、SMA-JJ转换头四个、SMA-KK转换头四个、BNC-KK转换头四个、BNC公转SMA母四个）、杜邦线三十排（公对公10p20cm十排、公对母10p20cm十排、母对母10p20cm十排）、24AWG镀锡电子线四盒。以及预计五轮的定制PCB制板和SMT贴片据实结算。
	本项目中预计5轮的定制PCB制板和SMT贴片为据实结算，最少1轮制板，最多5轮制板，有效期为自订单合同签订之日起六个月。预计采购轮次是采购需求预测数据，仅作为预估规模供供应商参考，并不代表采购人对采购量的承诺，最终应以实际框架结果有效期内发生的采购量为准。
关于PCB制板和SMT贴片具体要求如下：
一）、报价说明
1.本项目采购的定制PCB制板和SMT贴片为工业级嵌入式电路板组定制，每轮最高限价人民币5500元，报价超过最高限价的作无效响应处理。
2.报价为一次性全包总价，包含制板、贴片焊接、检测、钢网、备品、技术文档、包装运输、税费等全部费用；成交后采购人无需支付任何额外费用。
3.供应商需按本文件载明的技术等级、工艺标准进行报价核算。
二）、核心技术要求
（一）PCB 制板要求
1.基材采用工业级FR-4环氧玻璃布基板，UL94 V-0阻燃，TG≥130℃，成品铜厚≥1oz；禁止使用回收料、副牌板材、低等级基材。
2.按采购人提供的Gerber文件制作，金属化孔导通率100%；阻抗控制线路满足设计阻抗公差要求。
3.全部板卡100%飞针电气连通性测试，随货提供本批次出厂检验报告。
4.工业级感光阻焊，丝印清晰；板边无毛刺，翘曲度≤0.7%。
（二）SMT 贴片要求
1.焊接质量执行IPC-A-610 Class 2工业级标准；使用正规品牌无铅锡膏，符合RoHS要求；禁止使用回收锡、劣质焊料。
2.贴片前完成 DFM 可制造性评审并出具报告；严格执行首件检验制度；按规范回流焊曲线生产，提供本批次实测炉温报告。
3.全部 PCBA 100% AOI 光学检测；含 BGA 封装的板卡 100% X 光检测；出厂前做整板电气连通性测试。
4.生产全程执行 ESD 静电防护规范；禁止私自更换元器件、禁止人工手焊批量板卡。
三）、交付物要求
供应商须完整交付以下内容，缺项视为未完成交付：
1.约定数量的PCBA成品板及备品板；
2.对应板号的激光钢网；
3.DFM评审报告、PCB出厂检验报告、AOI/X光检测报告、回流焊温度曲线报告、首件检验记录、出货清单。
罗列剩余的生产材料及开发设备为一次性采购后结算，有效期为自订单合同签订之日起一个月。项目概算金额4.27万元，在有效期内报价单位依据设备清单向南网技术公司提供所有设备，以及配套的安装调试、技术支持、培训等服务。
二、资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。



三、成交办法
在满足资格条件且提供齐全有效证明文件的各家单位中，选取报价最低者作为成交对象。

四、报价表
表1 报价明细表
	序号
	报价项目
	功能
	主要性能指标要求
	含税单价限价
（元）
	数量
	税率
	单价
（元）
	合价
（元）

	1
	紫光同创官方通用开发板AXP100B
	FPGA开发板，高吞吐量数据采集与底层硬件加速
	1. 核心芯片为紫光同创 Logos-2 PG2L100H，28nm 工艺；
2. LUT6 ≥ 66,600 个，等效 LUT4 ≥ 99,900 个，触发器 (FF) ≥ 133,200 个；
3. 板载 DDR3 2 片 512MB（合计 1GB）、PCIe Gen2 x1 接口；
4. 可在 Pango Design Suite (PDS) 下完成全开发流程
	1999
	1
	
	
	

	2
	AD7616信号采集模块（并行模式）
	电网三相电压/电流信号的高精度采样。
	1.16 bit 逐次逼近(SAR)型同步采样数据采集模块，双路同步采样架构，须为 16 通道；
2.每通道吞吐率≥ 1 MSPS（16 通道全开时仍不得低于此值）；
3.真双极性输入，量程须覆盖并可选±10 V/±5 V/±2.5 V；
4.SNR ≥ 89 dB（1 MSPS，典型 90 dB）；INL ≤ ±1 LSB；DNL ≤ ±1 LSB；
5.模拟输入阻抗 ≥ 1 MΩ 且不随采样率变化；
6.单 5 V 模拟供电，VDRIVE 支持 2.3 ~ 3.6 V；
[bookmark: _GoBack]7.须支持并行总线或SPI/QSPI/DSP串行接口
	1000
	1
	
	
	

	3
	STM32H743开发板及配套7寸RGB屏和STM32下载器
	高性能 Cortex-M7 主控平台，用于运行 IEC 61000-4-15 电压闪变、对称分量法三相不平衡度等核心浮点算法，并承担以太网/串口通信协议栈。
	1.ARM Cortex-M7 内核 MCU，主频 ≥ 400 MHz；
2.片内 Flash ≥ 2048KB；片内 SRAM ≥ 1060KB；
3.SDRAM ≥ 32M字节、NAND Flash ≥ 512M字节、SPI FLASH≥32M字节、外扩EEPROM256字节
4.7 英寸 RGB LCD 液晶屏，分辨率 ≥ 1024×600，接口须为RGB，配触摸屏及排线；
5.须配下载仿真器，支持在线仿真、断点调试与 Flash 烧录，能与主流 IDE 联机；
	1000
	1
	
	
	

	4
	LAUNCHXL-F28379D开发板
	双核 C28x 高性能浮点 DSP 平台，用于谐波提取、高阶滤波及实时算法的原型验证与性能基准对标。
	1.TI C2000 Delfino 系列 TMS320F28379D（或同系列同等及以上型号）LaunchPad 开发套件；
2.双 C28x 内核，主频 ≥ 200 MHz，系统总性能 ≥ 800 MIPS；双 CLA 实时控制协处理器 ≥ 200 MHz；
3.须含 FPU32、TMU（三角函数运算单元）、VCU（Viterbi/复数运算加速器）；
4.片内 Flash ≥ 1 MB；片内 RAM ≥ 204 KB；
5.片内 ADC ≥ 4 个，支持 16 bit /12 bit 可切换；12 bit DAC ≥ 2 个；窗口比较器 ≥ 8 组
6.HRPWM 通道 ≥ 16 路，边沿分辨率 ≤ 150 ps；
7.板载 USB 隔离型 XDS100v2（及以上）JTAG 调试器，须与 PC 端电气隔离；
8.2 组 20pin BoosterPack 扩展座（合计 40pin 扩展 IO）；板载隔离 CAN 收发器接口；
9.须能在Code Composer Studio下完成编译、下载、实时断点仿真与 Flash 在线烧写全流程演示。
	420
	1
	
	
	

	5
	锡膏
	用于贴片元器件及密引脚芯片焊盘的手工涂覆与热风回流焊接，确保微型贴片焊点电气连接饱满牢固。
	1.针筒装，单支净含量≥100g
2.须适合手工涂覆与热风回流。

	183℃ 中温锡膏100G
	65
	3
	
	
	

	6
	
	
	
	138℃ 低温锡膏100G
	80
	1
	
	
	

	7
	
	
	
	227℃ 高温锡膏100G
	110
	1
	
	
	

	8
	防静电手环
	泄放人体静电荷，防止静电击穿损坏 FPGA、DSP 及高精度 ADC（AD7616）等高灵敏度核心半导体器件。
	1.有线防静电手腕带，材质导电砂。
2.人体端至接地端系统电阻须为 0.8 ~ 1.2 MΩ（内置1MΩ安全限流电阻），腕带阻抗系数＜500Ω±10%，不得为直接短路导通；
3.腕带内侧须为导电织物或不锈钢导电面，周长可调；接地端须为标准香蕉插头或鳄鱼夹，配≥1.6m弹簧接地线；
4.每件含手环 + 接地线 + 接地夹，为完整一套；
	9
	2
	
	
	

	9
	吸烟仪
	快速抽排焊接作业产生的助焊剂松香烟尘与异味，保障实验调试工位空气流通与研发人员健康。
	1.焊接专用吸烟仪（含过滤棉），工作电压AC 220V，额定功率14W
2.须在厂家规格书中标明额定风量；
3.前置过滤海绵过滤结构，过滤棉可徒手更换，标配 5 块配套过滤海绵（与机身尺寸严格配套）；
4.机身须带可调节角度支架或万向软管，进风口须带防护网；
	100
	1
	
	
	

	10
	可编程直流电源
	为 FPGA/DSP 开发板、采样模块及模拟运放调理电路提供高精度、低纹波的纯净直流供电。
	1.单路可编程直流稳压电源，额定 ≥ 60 V/≥5 A/≥100W；须为宽范围输出特性；
2.设定值与回读值分辨率 ≤ 10 mV / ≤ 2 mA；
3.电压设定精度 ≤ 0.05% + 10 mV，电流设定精度 ≤ 0.2% + 2mA；
4.负载调节率 ≤ 0.01% + 3mV（电压）、≤ 0.01% + 3mA（电流）；电源调节率 ≤ 0.01%+3mV；
5.纹波与噪声（20 Hz ~ 20 MHz）电压 ≤ 2 mVrms、电流 ≤ 5 mArms；
6.须具备 CV/CC 自动切换、OCP / OVP / OTP 硬件保护、输出开关控制、数控旋钮、≥ 100 组设定存储与调用、智能风扇控制；
7.提供原厂或代理出具的校准证书/出厂检测报告。
	1700
	1
	
	
	

	11
	LCR数字电桥
	高精度测量模拟抗混叠滤波器、RC 采样网络中的电容、电感、高精度电阻阻抗及品质因数 Q。
	1.台式 LCR 数字电桥；
2.测试信号频率须覆盖100 Hz~100 kHz 且连续可调，步进 ≤ 1 Hz；
3.基本准确度 ≤0.1%；主副参数显示位数 ≥ 5 位；
4.交流测试电平 100 ~ 2000 mVrms 连续可调（步进 ≤ 1 mV）；内置直流偏置 0 ~ 1500 mV 可调（步进 ≤ 1 mV）；信号源输出阻抗100Ω；
5.主参数须支持 R/C/L/Z；副参数须支持 X/D/Q/θ/ESR；须支持直流电阻(DCR)与电解电容测量；
6.须支持开路、短路校准；须支持串联/并联等效电路切换；须具备数据保持、数据记录（最大/最小/平均）与比较器分选；
7.显示速率 ≥ 10 次/秒；
8.须配 ≥ 4.3 寸 LCD（中英文可切换）；
9.须提供出厂校准证书与合格证。
	1800
	1
	
	
	

	12
	CP2100A交直流高频电流探头
	配合示波器测量 10mA~100A 交直流电流瞬态波形，用于捕获电网突变暂态电流、非线性负荷谐波及样机带载验证。
	1.交直流低频钳形电流探头；
2.DC ~ ≥ 800 kHz；上升时间 ≤ 437.5 ns；
3.须具备 10A/100A双档；输出灵敏度 0.1V/A（10A 档）、0.01 V/A（100A档）；
4.直流精度：10A 档≤3%±50mA；100 A 档（500mA~40 Apk）≤4%±50mA；
5.测量范围须覆盖50mA~100Apk；最大可测电流≥100 Apk/70.7Arms（DC+ACpk），AC≥200Apk-pk；
6.最大可夹持导体直径≥13 mm；探头须为分体式；
7.USB DC 5 V 供电（可直连示波器 USB 口，不得要求独立适配器）；输出须为标准 BNC 接口，可直接接入任意品牌示波器；
	1800
	1
	
	
	

	13
	逻辑分析仪
	捕获 FPGA与 AD7616之间的并行数据采集接口、SPI/FSMC 跨板通信时序与总线竞争，快速定位硬件逻辑时序隐患。
	1.测量通道≥16路；
2.最高采样率≥500MHz（正常模式）；硬件存储深度≥100MSa，硬件存储总容量≥2Gbit；流模式最大采样深度 ≥ 100MSa；
3.等效测量带宽 ≥ 80 MHz；最小可捕获脉宽 ≤ 6.25 ns；
4.输入电压范围须覆盖 −50 V ~ +50 V；等效输入阻抗 ≥ 220 kΩ / ≤ 12 pF；阈值电压可调范围须覆盖 −4 V ~ +4 V，步进 ≤ 0.01 V；
5.主机接口须为 USB Type-C；
6.配套上位机须支持 Windows(≥Win10) / Linux / macOS；须内置≥40种标准协议解析，且至少包含 SPI、I2C、UART/RS232/485、CAN、Parallel、JTAG、SWD、SDIO、QSPI、1-Wire、Modbus，并支持多层协议叠加显示；须支持正常/流双采样模式；须支持 csv / txt / bin 格式数据导出；
	1998
	1
	
	
	

	14
	FPGA紫光下载器
	用于紫光同创 FPGA 逻辑程序的固件烧录，配合 PDS 软件进行片上逻辑分析仪（ILA）硬件在线波形抓取与时序调试。
	1.紫光同创 FPGA 专用 USB 下载器/仿真器（Cable）；
2.须在紫光同创 Pango Design Suite(PDS) 软件环境下被正确识别；须支持本表 Logos-2 系列（PG2L100H）及 Logos 系列器件；
3.须支持 JTAG 配置/烧写与在线调试；须能配合 PDS 完成 bit 文件下载，以及片上逻辑分析仪（ILA）在线波形抓取；
4.须在 Windows 10/11 下免驱或随附驱动并可正常安装；
5.须含下载器主机 + USB 线 + JTAG 排线；须提供驱动与操作说明；
	255
	1
	
	
	

	15
	DSP硬件仿真下载器
	具备电气物理隔离的 TI DSP 硬件仿真器，用于 F28379D 在线断点仿真与固件下载，防止高压强电串入烧毁电脑主机。
	1.核心隔离链路采用基于 iCoupler专利技术的磁隔离器件，信号带宽达 100 MHz，线性度与稳定性显著优于光耦；具备 >25kV/us的超高共模瞬变抗扰度，并能承受 3 kV 高压冲击，完全隔断 PC 与目标板之间的地环流干扰；  
2.PC 端采用标准可拔插 USB 2.0 高速通信（480 Mbit/s，支持高速代码下载）；目标板接口采用执行 3.3V 电压标准的 14 针 JTAG 接口，排线接头配备物理防插反机械结构，板载专业 ESD 静电保护芯片，杜绝误插与人体静电对精密处理器造成的电气损伤；   
3.支持自适应时钟及可调 TCLK 时钟控制，具备断电检测能力；完整支持 JTAG 复位、等待再复位启动以及上电复位等多种启动模式；   
4.硬件支持多种 FTDI 驱动且即插即用免驱识别，无限制兼容 CCS5.2/5.5/6.0及更高版本 IDE，稳定支持目标板 DSP的 Flash高速擦写与在线实时仿真，全面兼容 Windows 7/8/10 等主流操作系统。
	400
	1
	
	
	

	16
	GPS授时模块
	为 FPGA 和 MCU 提供硬件 1PPS/IRIG-B 对时信号，验证 1ms 事件分辨率与录波打标。
	1. 支持北斗 BDS+GPS 双模及以上多模联合定位，射频通道≥32，支持多系统同时接收； 
2. 具备 TTL 电平 1PPS 硬件秒脉冲输出，上升沿对齐 UTC，授时精度≤30 ns（1σ）； 
3.UART 接口输出 NMEA‑0183 协议，波特率 4800~115200bps，默认 9600‑8‑N‑1； 
4. 定位更新率≥1Hz，最高≥10Hz；冷启动 TTFF≤35s，热启动、重捕获≤1s；跟踪灵敏度≤−162dBm，捕获灵敏度≤−148dBm； 
5. 定位精度≤2.5m（CEP50），测速精度≤0.1m/s； 
6. 供电 2.7‑3.6V，带电平转换板支持 3.3V/5V；工作温度‑40℃~+85℃，具备天线检测及短路保护； 
7. 配套有源陶瓷天线及馈线，明确天线增益、供电电压； 
8. 开阔环境 5min 内完成定位，示波器核验 1PPS 输出稳定，上升沿抖动满足授时精度指标。
	85
	1
	
	
	

	17
	0603贴片电阻电容电感本
	包含 0603 封装全系列常用贴片精密电阻（1%）、高频电容及叠层电感，满足模拟滤波调理参数微调与快速原型制作。
	0603电阻本≥170种阻值×≥50只≥ 8500只；精度须为 ±1%（E24/E96系列）；每格须标注阻值与精度；元件须为全新原装、无氧化、引脚/端头可焊；每册须附元件值与仓位对照清单；缺清单、混装、封装不符（非 0603）、标注不可辨认或数量不足者，该册拒收。
	80
	1
	
	
	

	18
	0603贴片电阻电容电感本（0603电容本 90 种容值×50 只=4500只）
	
	0603电容本≥90 种容值×≥50 只≥4500只；须含 NPO/C0G 与 X7R两类介质并分格标注介质与耐压；元件须为全新原装、无氧化、引脚/端头可焊；每册须附元件值与仓位对照清单；缺清单、混装、封装不符（非 0603）、标注不可辨认或数量不足者，该册拒收。
	100
	1
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	0603贴片电阻电容电感本（0603叠层电感 52种感值×50只=2600只）
	
	0603叠层电感≥52种感值×≥50只≥2600只；每格须标注感值、公差与额定电流；元件须为全新原装、无氧化、引脚/端头可焊；每册须附元件值与仓位对照清单；缺清单、混装、封装不符（非 0603）、标注不可辨认或数量不足者，该册拒收。
	300
	1
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	黄金铝壳大功率解码放电限流电阻
	搭建可调假负载与限流工装，辅助开展设备电流采样通道带载校准、温升热测试及大容量储能电容的安全放电。
	1.大功率放电限流负载选用 RX24 / RXG24 系列 黄金铝壳大功率绕线电阻（覆盖 25W～500W 等多规格）：   
2.外壳采用黄金色阳极氧化铝合金，自带散热槽齿与底板固定孔，支持螺钉式与引线式紧固安装，引出端抗拉力达 40N，本体清晰标注功率与阻值；  
3.阻值允许偏差为±5%（J级），绝缘电压达1000V（RX24）/ 2000V（RXG24），最高过负荷电压达1500V/3000V，耐压试验（1.42倍绝缘峰值电压，1min）无击穿或飞弧；   
4.耐过载与环境适应性：具备强抗冲击能力，可承受 5 倍额定功率持续 5 秒 过载冲击且不开裂、不炸裂（阻值变化率R ≤±(1%R+0.05Ω））；工作温度覆盖-55℃~ +275℃（表面温升 ≤275℃），全面满足电源通道瞬态放电与阶跃大电流测试的可靠性要求。
	25W，20Ω、50Ω各一个；
	7
	2
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	50W，10Ω、50Ω各一个
	7
	2
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	100W，20Ω、100Ω各一个
	11
	2
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	200W，10Ω、50Ω、100Ω各一个
	60
	3
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	300W，20Ω、100Ω各一个
	120
	2
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	500W，20Ω、50Ω各一个
	150
	2
	
	
	

	26
	BNC线缆及SMA线缆
	信号源、示波器、AD7616 采集板及测试仪器之间的低损耗高频射频信号互联与接口转接匹配。
	1.高频测试线缆与射频转接组件严格保持50Ω标称特性阻抗。传输线缆选用符合MIL-C-17标准的M17/113-RG316低损耗柔性同轴电缆：芯线内导体采用 7/0.17绞合镀银铜线（外径 0.51mm），绝缘介质与外护套均为耐温-55℃~+200℃的聚全氟乙丙烯（FEP）材料，外屏蔽层采用覆盖率>90%的单层镀银铜线致密编织网；线缆耐受电压达 2000Vrms，工作频率达6GHz（1GHz衰减≤100.3dB/100m），抗干扰屏蔽性能优良。
2.配套接头中，SMA 接头工作频率覆盖 DC~6GHz，BNC接头覆盖 DC~6GHz；镀银RG316线，线径2.5mm。
	BNC公头转SMA公头1m
	17
	4
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	BNC公头转SMA母头1m
	17
	4
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	BNC母头转SMA公头1m
	16
	4
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	SMA公头转SMA公头SMA线
	13
	4
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	SMA公头转SMA母头SMA线
	13
	4
	
	
	

	31
	BNC线缆及SMA线缆转接转换头
	
	1.BNC-J-1W测试级 50Ω 终端匹配负载（公头负载）；  
2.标称特性阻抗50Ω（端面清晰激光刻印“50Ω”阻抗标识）；   
3.BNC-J（公头/带卡口旋钮与中心公针）；   
4.额定承载功率：1W；   
5.工作频率范围：DC~6GHz；   
6.电压驻波比（VSWR）：SWR< 1.15（测试级高精度匹配）。
	16
	4
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	1.须为50Ω特性阻抗
2.SMA 头工作频率 ≥ 0~6GHz；BNC 头 ≥ 0~6 GHz；接头主体须为全铜镀银，镀层牢固不脱落；
	SMA-JJ转换头
	4
	4
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	SMA-KK转换头
	4
	4
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	BNC-KK转换头
	7
	4
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	BNC公转SMA母
	8
	4
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	杜邦线
	用于逻辑分析仪探头引出、各开发板间 GPIO/SPI/I2C 跨板信号互联及原型板临时飞线调试。
	1.纯铜杜邦线排线，2.54 mm标准间距端子，单排10P，单根长度 20 cm；绝缘电阻100MΩ，额定温度105℃。线材为绝缘PVC材质，额定电压30V。
2.铜芯加粗，28支0.1mm铜丝组成；
3.须为多股软线；
4.须为彩排线，每排≥6种颜色
	公对公 10p 20cm 
	9
	10
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	公对母 10p 20cm 
	9
	10
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	母对母 10p 20cm 
	9
	10
	
	
	

	39
	电子线
	24AWG 镀锡电子线，适用于低压供电、LED 灯带、小电机接线，持续载流约 2~3A，焊接方便。
	1.24AWG 镀锡铜线芯软线（PVC 绝缘线）；
2.导线根数11×线径0.12mm，外径1.4mm，导体截面0.13mm²，工作电压300V，额定温度80℃
3.耐高低温、耐腐蚀、抗老化、柔软耐弯折，绝缘阻燃，性能稳定。
4.镀锡层连续光亮无露铜无氧化发黑。
	65
	4
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	定制PCB制板和SMT贴片
	定制样板PCB板制作及SMT贴片
	具体要求详见第五节.PCB定制加工报价与工艺要求说明
	5500
	5
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